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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月9日(2014.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４－メチル－１－ペンテン（共）重合体（Ａ）と、
　熱可塑性エラストマー（Ｂ）と、
　を含むフィルムであって、
　前記（Ｂ）の含有量が（Ａ）と（Ｂ）の合計１００重量部に対して１０～５０重量部で
あり、かつ前記フィルムについて示差走査熱量計（ＤＳＣ）により測定される前記（Ｂ）
に由来する融点ＴｍＢ２が１００℃以下または前記融点ＴｍＢ２が実質的に観測されない
フィルム。
【請求項２】
　１３０℃における引張弾性率が１～１５ＭＰａである、請求項１に記載のフィルム。
【請求項３】
　４－メチル－１－ペンテン（共）重合体（Ａ）のＡＳＴＭ－０６３８準拠にして測定さ
れる２３℃における引張弾性率が５００～２０００ＭＰａである、請求項１または２に記
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載のフィルム。
【請求項４】
　熱可塑性エラストマー（Ｂ）のＪＩＳ Ｋ７１１３‐２に準拠して測定される２３℃に
おける引張弾性率が１～５０ＭＰａである、請求項１ないし３のいずれか一項に記載のフ
ィルム。
【請求項５】
　熱可塑性エラストマー（Ｂ）が、オレフィン系エラストマーまたはスチレン系エラスト
マーのいずれか１種類以上のエラストマーからなる、請求項１ないし４のいずれか一項に
記載のフィルム。
【請求項６】
　さらに、プロピレン（共）重合体（Ｃ）を含む請求項１に記載のフィルムであって、前
記フィルムについて示差走査熱量計（ＤＳＣ）により測定される前記（Ｃ）に由来する融
点ＴｍＣ２が１１０～１７５℃の範囲内にある、請求項１ないし５のいずれか一項に記載
のフィルム。
【請求項７】
　１００重量部の熱可塑性エラストマー（Ｂ）に対して１～３０重量部のプロピレン（共
）重合体（Ｃ）を含む、請求項１ないし６のいずれか一項に記載のフィルム。
【請求項８】
　熱可塑性エラストマー（Ｂ）の密度が８５０～９８０ｋｇ／ｍ３である、請求項１ない
し７のいずれか一項に記載のフィルム。
【請求項９】
　請求項１に記載のフィルムの主面に垂直な切断面のＴＥＭ像（撮像範囲のフィルム厚さ
方向の距離は１５μｍ、かつ撮像面積は４５μｍ２）で、４－メチル－１－ペンテン（共
）重合体（Ａ）から実質的に構成される相と、熱可塑性エラストマー（Ｂ）から実質的に
構成される相の相分散構造が観察される、請求項１ないし８のいずれか一項に記載のフィ
ルム。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか一項に記載のフィルムを含んでなる、金型成形用離型フィ
ルム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の金型成形用離型フィルムを少なくとも一方の主面の表面層または中
間層として備える、金型成形用積層離型フィルム。
【請求項１２】
　４－メチル－１－ペンテン（共）重合体（Ａ）と、示差走査熱量計（ＤＳＣ）で得られ
る融点ＴｍＢ１が１００℃以下である熱可塑性エラストマー（Ｂ）とを含んでなり、前記
（Ｂ）の含有量が（Ａ）と（Ｂ）の合計１００重量部に対して１０～５０重量部の溶融混
練物を成形する工程を含む、請求項１ないし請求項１１のいずれか一項に記載のフィルム
の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１０または請求項１１に記載の離型フィルムを成形用の金型に配置する第一の工
程と、
　前記離型フィルムを介して前記金型内に封止樹脂を充填するとともに、前記封入樹脂内
に発光ダイオードを配置して型締めし、前記封止樹脂を硬化させてＬＥＤパッケージを成
形する第二の工程と、
　成形された前記ＬＥＤパッケージを前記離型フィルムから離型させる第三の工程と、
　を含むＬＥＤパッケージの製造方法。
【請求項１４】
　４－メチル－１－ペンテン（共）重合体（Ａ）と、示差走査熱量計（ＤＳＣ）で得られ
る融点ＴｍＢ１が１００℃以下である熱可塑性エラストマー（Ｂ）とを含んでなり、
　前記（Ｂ）の含有量が（Ａ）と（Ｂ）の合計１００重量部に対して１０～５０重量部で
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ある、金型成形用離型フィルム用溶融混練物。
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